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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Tragerelement fur einen Halbleiterchip zum Einbau in Chipkarten 

@ Tragerelement fur einen Halbleiterchip (2) mit zumin- 
dest zwei Anschlussen (1) insbesondere zum Einbau in 
Chipkarten (11), das eine den Halbleiterchip (2) schutzen- 
de Umhullungsmasse (5) aufweist. Die Anschlusse (1) 
sind an einer der Hauptoberflachen der Umhullungsmas- 
se (5) entlang nur zweier entgegengesetzter Kanten ange- 
ordnet. Sie sind aus leitfahigem Material und haben an 
den einander zugewandten Enden (1a) eine verringerte 
Dicke, wobei der Querschnitt nur einseitig eine Stufe auf- 
weist. Der Halbleiterchip (2) ist im Bereich dieses Ab- 
schnittes verringerter Dicke (1a) auf den Anschlussen (1) 
angeordnet und mitdiesen mechanisch verbunden. 
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Beschreibung 

Tragerelemente fiir einen Halbleiterchip zum Einbau in 
Chipkarten sind in vielfaltiger Weise bekannt geworden. So 
offenbart die US 5,1 34,773 ein Tragerelement mit aus leitfa- 5 
higem Material bestehenden Kontaktflachen in Form eines 
sogenannten Leadframes, bei dem der Halbleiterchip auf 
eine mittig angeordnete Chipinsel geklebt ist und mittels 
Bonddrahte mit peripher angeordneten Kontaktflachen elek- 
trisch verbunden ist. Der Halbleiterchip ist von einer inn und 10 
die Bonddrahte schiitzenden Umhullungsmasse umgeben, 
die auBerdem die Kontaktflachen in ihrer Position halt. Da 
die Kontaktflachen von der dem Chip abgewandten Seite 
freizuganglieh sein miissen ist die UmhiillLingsmasse nur 
einseitig vorhanden. Um trotzdem einen guten mechani- 15 
schen Halt zu bieten weisen die Kontaktflachen auf der dem 
Chip abgewandten Seite im Bereich der sie voneinander 
elektrische isolierenden Schlitze Hinterschneidungen auf, 
die von der Umhullungsmasse ausgefullt werden und eine 
Art Nietverbindung bewerkstelligen. 20 

Das in der US 5,134,773 beschriebene Tragerelement ist 
zwar fiir sogenannte kontaktbehaftete Chipkarten ausgelegt, 
das heiBt es weist an einer Oberflache der Chipkarte lie- 
gende, von auBen fiir ein Lesegerat zugangliche Kontaktfla- 
chen auf, es ist jedoch ohne weiteres moglich und auch be- 25 
kannt, nur zwei Anschliisse vorzusehen, die mit einer in der 
Karte bzw. auf einem Karteninlay angeordneten Spule elek- 
trisch verbunden werden konnen. 

AuBerdem ist es moglich, Anschliisse in Zahl und Ausge- 
staltung derart vorzusehen, daB sie fiir sowohl fiir eine Ver- 30 
bindung mit einer Spule bzw. Antenne als auch mit einem 
Lesegerat gleichermaBen geeignet sind. 

Bei der Herstellung von kontaktlosen Chipkarten in La- 
miniertechnik, das bedeutet, daB eine Spulentragerfolie auf 
die das Tragerelement montiert ist mit mindestens zwei 35 
Dcckfolicn vcrschwciBt wird, kommt es darauf an, das cin- 
zulaminierende, als Fremdkorper anzusehende Tragerele- 
ment geometrisch so klein wie moglich zu gestalten, um ein 
optimales UmflieBen der unter Temperatur und Druck er- 
weichten Deckfolien um das Tragerelement herum zu er- 40 
moglichen und damit eine qualitativ hochwertige Karte 
ohne Einfall stellen und Druckbildverwehungen das heiBt 
also plane Oberflachen fiir einen nachtraglichen Druck zu 
erreichen. 

Ein typischer Aufbau fiir eine Chipkarte fiir kontaktlose 45 
Anwendung setzt sich folgendermaBen zusammen: Die Spu- 
lentragerfolie hat eine Dicke von etwa 200 um, die zwei 
Kernfolien eine Dicke von jeweils etwa 100 um, zwei 
Druckfolien auf beiden Seiten haben eine Dicke von jeweils 
etwa 150 um und zwei Kratzschutzfolien eine Dicke von je- 50 
weils etwa 50 um. Zusammen ergibt sich eine Dicke von 
etwa 800 um gemaB der ISO-Norm 7816. Daraus ergibt sich 
eine erforderliche Tragerelementhohe von weniger als 
400 um sowie eine kleinstmogliche Ausdehnung in der Kar- 
tcncbcnc. 55 

Bei einer Realisierung des aus der US 5,134,773 bekann- 
ten Tragerelements ergibt sich eine Hone von mehr als 
400 um aufgrund der Montage des Chips auf einer Chipinsel 
und der Schleifenhohe der Bonddrahte. 

Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Tragerelement an- 60 
zugeben, daB eine geringe Hohe hat sowie ein verbessertes 
Bruchverhalten. 

Die Aufgabe wird durch eine Tragerelement gemaB An- 
spruch 1 geiost. Vorteilhafte Weiterbiidung der Erfindung 
sind in den Unteranspriichen angegeben. 65 

GemaB der Erfindung haben die Anschliisse, die wahrend 
der Montage des Halbleiterchips und dem Umhullen des 
Chips und der Verbindungsleitungen Bestandteil eines Hal- 
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terahmens, eines sogenannten Leadframes sind, einen Ab- 
schnitt geringerer Dicke derart, daB der Querschnitt nur ein- 
seitig eine Stufe aufweist. Das bedeutet, daB eine Haupt- 
oberflache der Anschliisse eben ist wahrend die gegeniiber- 
liegende Oberflache eine Stufe aufweist. Der Halbleiterchip 
ist im Bereich dieses Abschnitts angeordnet. Er kann dabei 
auf der Seite der Stufe als auch auf der gegenuberliegenden 
Seite angeordnet sein. ZweckmaBigerweise ist der Chip mit 
seiner aktiven Seite von den Anschliissen weg orientiert 
montiert, wenn er auf der Stufenseite der Anschliisse ange- 
ordnet ist. Wenn er auf der der Stufenseite gegenuberliegen- 
den Seite angeordnet ist, ist es von Vorteil, wenn er mit sei- 
ner aktiven Seite zu den Anschliissen hin orientiert montiert 
ist, da die Bonddrahte dann im Bereich der Abschnitte ge- 
ringer Dicke mit den Anschliissen verbunden werden kon- 
nen und somit. die Schleifenhohe der Bonddrahte nicht mehr 
ins Gewicht fallt. In beiden Fallen ergibt sich die ge- 
wiinschte Hoheneinsparung. 

Der Abschnitt geringer Dicke kann vorteilhafterweise 
durch Pragen hergestellt werden. Es sind aber auch anderer 
Bearbeitungsmethoden wie beispiels weise Frasen denkbar. 
Ein Reduzierung der Dicke auf 50% der nominalen An- 
schluBdicke ist fiir die meisten Falle ausreichend. 

Die groBtmogliche Hoheneinsparung ist durch die soge- 
nannte Flip-Chip-Montage erzielbar, bei der der Halbleiter- 
chip direkt mit seinen AnschluBpads, die vorteilhafterweise 
mit Erhohungen, sogenannten "bumps" versehen sind, auf 
die Anschliisse gelotet oder geklebt wird. Dadurch kann auf 
Bonddrahte verzichtet werden. 

Der Verzicht auf eine Chipinsel hat nicht nur den Vorteil 
geringerer Dicke des Tragerelements sondern auch den einer 
bessere Verankerung der Umhullungsmasse mit den An- 
schliissen, da die Umhullungsmasse den Chip von beiden 
Seiten umschlieBen kann und eine gute Verbindung vom 
Chip zu den Anschliissen besteht. Durch den Wegfall der 
Chipinsel trctcn auch kcinc Kcrbwirkungskraftc mehr auf, 
so daB bessere Bruchfestigkeitseigenschaften resultieren. 

Aufgrund der gewiinschten geringen Hohe des Tragerele- 
ments wird eine der AnschluBoberflachen freiliegen und fiir 
eine Kontaktierung zur Verfugung stehen. Fiir einen best- 
moglichen Einbau in eine Chipkarte insbesondere in eine la- 
minierte Chipkarte ist es von Vorteil, wenn die sich zwi- 
schen den Anschliissen befindende Umhullungsmasse mit 
der Oberflache der Anschliisse fluchtet. 

Die Anschliisse konnen fiber die Abmessungen der Um- 
hullungsmasse hinaus ragen und dort Kontaktfahnen fiir An- 
tennenanschliisse bilden. Dies ist fiir eine Montage von Vor- 
teil, bei der die Antennenspule auf einer Tragerfolie aufge- 
bracht ist. Die Tragerfolie weist vorteilhafterweise eine 
Aussparung oder Ausnehmung auf, in der die Umhullungs- 
masse zu liegen kommt, wahrend die Anschliisse bzw. in 
diesem Fall, die Kontaktfahnen auf der Spulentragerfolie 
auf Spulenanschlussen zum liegen kommen. 

Es ist jedoch ebenso moglich, die Anschliisse nur im Be- 
reich der Umhullungsmasse vorzusehen, was den Vorteil 
hat, ein solches Tragerelement auch nachtraglich in eine be- 
reits laminierten Karte, die allerdings eine Aussparung auf- 
weist, eingesetzt werden kann. ZweckmaBigerweise werden 
die Enden der Antennenspule in dieser Aussparung liegen, 
um auf einfache Weise mit den Tragerelementanschliissen 
beispiels weise durch Kleben oder Loten oder auch durch fe- 
dernde Verbindungsteile verbunden werden zu konnen. 

Ein Tragerelement, daB lediglich solche Kontaktflachen 
statt iiber den Rand hinausragende Kontaktfahnen aufweist 
kann aber auch direkt auf eine Spulentragerfolie aufgebracht 
werden. In diesem Fall sollte die entsprechende Kernfolie 
des Kartenlaminats eine Aussparung auf weisen. 

Die Kontaktfahnen konnen vorteilhafterweise ein ver- 
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breitertes Ende aufweisen, um besser mit Anschliissen von 
gewickelten Spulen verbunden werden zu konnen. 

Eine besonders gute Verankerung der Umhiillungsmasse 
mit den Anschliissen wird erreicht, wenn die Anschlusse im 
rechten Winkel zum Chip hin gebogen sind und somit die 5 
abgewinkelten Bereiche in der Umhiillungsmasse liegen. 
Wenn die AnschluBfahnen nochmals im rechten Winkel, 
vorzugsweise in die andere Richtung gebogen sind, ergibt 
sich eine noch bessere Verankerung. AuBerdem entstehen 
auf diese Weise weitere Kontaktflachen, die fiir eine alterna- 10 
tive Montage geniitzt werden konnen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausfiih- 
rungsbeispielen mit Hilfe von Figuren naher erlautert. Dabei 
zeigen 

Fig, 1-6 verschiedene Ausfiihrungsformen eines erfin- 15 
dungsgemafien Tragerelements im Querschnitt, 

Fig. 7 ein Tragerelement mit Kontaktfahnen zur Montage 
auf einer Spulentragerfolie und 

Fig. 8 ein Tragerelement mit Kontaktflachen zur Montage 
auf einer Spulentragerfolie oder direkt in einer Chipkarte. 20 

Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemaBes Tragerelement im 
Querschnitt, wie er in Fig. 7 angedeutet ist. Zwei An- 
schlusse 1 sind entlang gegenuberliegenden Randern des 
Tragerelements angeordnet. Sie dienen einerseits als Aufla- 
gefl ache fiir einen Halbleiterchip 2 und andererseits zu des- 25 
sen Kontaktierung von auBerhalb des Tragerelements. Zu 
diesem Zweck sind sie mit dem Halbleiterchip 2 iiber Bond- 
drahte 4 verbunden. Der Halbleiter 2 ist mit den Anschliis- 
sen 1 mit einem Klebemittel 3 mechanisch verbunden. Der 
Halbleiterchip 2 und die Bonddrahte 4 sind mit einer Um- 30 
hiillungsmasse 5 vergossen oder umspritzt. Die Umhiil- 
lungsmasse 5 hat in vorteilhafterweise eine helle Farbe, die 
nicht wie auf dem Markt iiblicherweise erhaltliche schwarze 
Massen durch die Schichten einer Chipkarte durchscheint. 

Wie in Fig. 7 zu sehen ist, sind die Anschlusse 1 in vor- 35 
tcilh after Weise im Bcrcich diagonal cr Eckcn des Trager- 
elements angeordnet, um eine gleichmaBige und ausbalan- 
cierte Unterlage fiir den Halbleiterchip 2 wahrend der Mon- 
tage zu bieten. Die Anschlusse 1 sind zum Zweck der Mon- 
tage mit einem sie haltenden Rahmen, einen sogenannten 40 
Leadframe, verbunden und werden nach der Montage des 
Chips und dem Umspritzen bzw. VergieBen aus diesem aus- 
gestanzt. In den dargestellten Beispielen sind nur zwei An- 
schlusse 1 vorgesehen, da sich diese Tragerelemente vor al- 
lem fiir kontaktlose Chipkarten eignen. Es ist jedoch ohne 45 
weiteres moglich mehrere Anschlusse als Kontaktflachen 
entsprechend der ISO-Norm 7816 vorzusehen, um auf diese 
Weise ein Tragerelement fur kontaktbehaftete Chipkarten zu 
bekommen. Wesentlich ist, daB keine Chipinsel vorhanden 
ist. Hierdurch werden einerseits Kerbwirkungskrafte ver- 50 
mieden und andererseits kann die Umhiillungsmasse 5 den 
gesamten Chip 2 umhiillen und so eine bessere Haftung der 
Anschlusse 1 am Tragerelement bewirken, da sie zu einem 
groBen Teil durch die Klebeverbindung 3 gehalten werden 
und nicht nur aufgrund der Adhasionskraftc zwischcn der 55 
Umhiillungsmasse 5 und den Anschliissen 1. 

Eine noch bessere Verankerung der Anschliisse 1 wird er- 
zielt, wenn diese abgewinkelt werden, wie dies in Fig. 2 dar- 
gestellt ist. Ein erster Abschnitt lc der Anschlusse 1 ist in ei- 
nem etwa rechten Winkel zum Chip 2 hin gebogen. In Wei- 60 
terbildung kann ein zweiter Abschnitt Id ebenfalls in einem 
etwa rechten Winkel in die andere Richtung gebogen wer- 
den. Hierdurch entsteht eine weitere von auBen zugangliche 
Kontaktflache, so daB ein solches Tragerelement auch fiir 
sogenannte Kombikarten geeignet ist, da es von einer Seite 65 
mit einer Spule verbunden werden kann und von der ande- 
ren Seite durch ein Lesegerat kontaktiert werden kann. Hier- 
fiir sind jedoch mehr als zwei Anschliisse notig. Es wiirde 
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allerdings geniigen, nur zwei abzuwinkeln. 

Neben der fehlenden Chipinsel ist der Hauptaspekt des 
erfindungsgemaBen Tragerelements in einem Abschnitt la 
der Anschliisse 1 zu sehen, der gegeniiber der Nominaldicke 
eine geringere Dicke aufweist, wobei jedoch eine Stufe im 
Querschnitt nur auf einer Seite der Anschlusse 1 ist. Hier- 
durch kann die Gesamthohe des Tragerelements um etwa 
die Halfte der AnschluBdicke reduziert werden, wenn der 
Halbleiterchip 2 im Bereich dieser Abschnitte mit geringe- 
rer Dicke la plaziert wird. Da diese Abschnitte la klein ge- 
halten werden konnen werden die mechanischen Eigen- 
schaften der Anschliisse 1 nicht beeintrachtigt. 

In den Fig. 1 und 2 ist der Halbleiterchip 2 auf der Seite 
der Querschnittstufe der Anschliisse 1 angeordnet, wobei 
die aktive Seite des Halbleiterchip 2, also die Seite, die die 
integrierten Schaltungen aufweist, von den Anschliissen 1 
weg orientiert ist. Die Fig. 3 und 4 zeigen Varianten, in de- 
nen der Halbleiterchip 2 auf der der Querschnittstufe gegen- 
uberliegenden Seite der Anschliisse 1 angeordnet ist, wobei 
die aktive Seite zu den Anschliissen 1 hin orientiert ist. Die 
Bonddrahte 4 sind dabei erfindungsgemaBer Weise auf die 
Abschnitte mit geringerer Dicke la gefiihrt, so daB durch die 
Schleifenhohe der Bonddrahte keine zusatzliche Hohe des 
Tragerelements bereitgestellt werden muB. Eine weitere H6- 
heneinsparung kann erzielt werden, wenn die Chipriickseite 
nicht mit Umhiillungsmasse 5 versehen wird, wie dies in 
Fig. 4 dargestellt ist. Dies ist moglich, da die aktive Seite 
des Halbleiterchip 2 zu den Anschliissen 1 hin orientiert ist. 

Die Fig. 5 und 6 zeigen weitere Montagevarianten, in de- 
nen der Halbleiterchip 2 in der sogenannten Flip-Chip-Tech- 
nik mit den Anschliissen 1 verbunden ist. Die AnschluBpads 
des Chip 2 sind dabei direkt mit den AnschluBabschnitten 
mit geringerer Dicke la verbunden. Sie konnen zuvor mit 
leitenden Erhohungen 6, sogenannten "bumps" oder Lot- 
hockern versehen werden. Die geringste Hohe hat das Tra- 
gerelement gcmaB Fig. 6, bci dem der Halbleiterchip 2 in 
Flip-Chip-Technik in Bereich der Abschnitte geringerer 
Dicke la montiert ist und die Chipriickseite unbedeckt von 
Umhiillungsmasse 5 bleibt. 

Fig. 7 zeigt eine mogliche Einbauvariante eines erfin- 
dungsgemaBen Tragerelements in eine Tragerfolie 7 fiir eine 
Antennenspule 8. Das Tragerelement weist Anschliisse 1 
mit Kontaktfahnen auf, also Anschliisse 1, die iiber den 
Rand der Umhiillungsmasse 5 hinausragen. Die Kontaktfah- 
nen weisen verbreiterte Enden lb auf, um eine bessere Kon- 
taktierung mit den Spulenanschliissen 10 zu ermoglichen. 
Bei der Montage wird die Umhiillungsmasse 5 in eine Aus- 
sparung 9 der Tragerfolie 7 eingesetzt, wobei die Kontakt- 
fahnen 1 mit den Spulenanschliissen 10 in Kontakt kommen. 
Diese Montagevariante ermoglicht. einen besonders pi an en 
Einbau eines Tragerelements in eine laminierte Karte. 

Die Fig. 8 zeigt eine Variante, bei der die Anschlusse 1 als 
Kontaktflachen (die in der Figur nicht zu sehen sind, da sie 
auf der Unterseite des Tragerelements liegen) ausgebildet 
sind. Es ist angedeutet, daB die iiber den Rand der Umhiil- 
lungsmasse 5 hinausragende Abschnitte entfernt wurden, 
beispiels weise bereits beim Ausstanzen aus dem Leadframe. 
Das Tragerelement wird auf die Spulentragerfolie 7 aufge- 
setzt und mit den Spulenanschliissen 10 kontaktiert. Um 
eine plane Chipkartenoberflache zu erhalten muB die obere 
Kernfolie des Chipkartenlaminats eine Aussparung aufwei- 
sen. 

Diese Ausfuhrungsform des Tragerelement laBt sich al- 
lerdings auch nachtraglich in eine bereits laminierte oder 
auch gegossene Karte 11 einsetzen, die hierzu eine Ausspa- 
rung 12 aufweist. In der Aussparung 12 sind die Spulen an- 
schlusse 10 zu sehen, die durch diese bevorzugte Lage eine 
einfache Kontaktierung mit den Tragerelementanschliissen 
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1 ermoglichen. 

Dieser nachtragliche Einbau eines Tragerelements in eine 
Chipkarte 11 ermoglicht in einfacher Weise die Herstellung 
einer sogenannten Kombikarte, die einerseits Kontaktfla- 
chen zur Kontaktierung mit einem Lesegerat aufweist, die 5 
an einer Oberflache der Chipkarte 11 liegen und andererseits 
eine Spule 8 enthalt. Hierfiir ist ein Tragerelement gemaB 
Fig, 2 besonders geeignet. 



6 

12. Tragerelement nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Anschliisse eine weitere Abwin- 
kelung von etwa einem rechten Winkel vom Halbleiter- 
chip (2) weg aufweisen. 



Ilierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspriiche 10 

1. Tragerelement fur einen Halbleiterchip (2) mit zu- 
mindest zwei Anschliissen (1) insbesondere zum Ein- 
bau in Chipkarten (11) mil den Merkmalen: 

- das Element weist eine den Halbleiterchip (2) 15 
umhiillende und schiitzende Umhullungsmasse 
(5) auf, 

- die Anschliisse (1) sind an einer der Hauptober- 
flachen der Umhullungsmasse (5) entlang nur 
zweier entgegengesetzter Kanten angeordnet, 20 

- die Anschliisse (1) sind aus leitfahigem Mate- 
rial und haben an den einander zugewandten En- 
den (la) eine verringerte Dicke, wobei der Quer- 
schnitt nur einseitig eine Stufe aufweist, 

- der Halbleiterchip (2) ist im Bereich dieses Ab- 25 
schnittes verringerter Dicke (la) auf den An- 
schliissen (1) angeordnet und mit diesen mecha- 
nisch verbunden. 

2. Tragerelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die freiliegende AnschluBoberflache mit 30 
der Oberflache der Umhullungsmasse (5) fluchtet. 

3. Tragerelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Anschliisse (1) nur im Bereich 
der Umhullungsmasse (5) verlaufen und dort Kontakt- 
flachen bilden. 35 

4. Tragerelement nach Anspruch 1 odcr 2, dadurch gc- 
kennzeich.net, daB die Anschliisse (1) iiber den Rand 
der Umhullungsmasse (5) hinausragen und Kontakt- 
fahnen bilden. 

5. Tragerelement nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB die Kontaktfahnen (1) ein verbreitertes 
Ende (lb) aufweisen. 

6. Tragerelement nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiter- 
chip (2) mit seiner die Schaltungsstrukturen aufweisen- 45 
den Seite zu den Anschliissen (1) hin orientiert auf die- 
sen angeordnet ist. 

7. Tragerelement nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Halbleiterchip (2) auf der die Quer- 
schnit.tsstufe aufweisenden vSeite der Anschliisse (1) 50 
angeordnet ist. 

8. Tragerelement nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die mechanischen Verbindungen auch als 
elektrische Verbindungen (6) fungieren. 

9. Tragerelement nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 55 
zeichnet, daB die elektrischen Verbindungen durch 
Bonddrahte (4) realisiert sind. 

10. Tragerelement nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip (2) mit 
seiner die Schaltungsstrukturen aufweisenden Seite 60 
von den Anschliissen (1) weg orientiert auf der die 
Querschnitts stufe aufweisenden Seite der Anschliisse 
(1) angeordnet ist und die elektrischen Verbindungen 
durch Bonddrahte (4) realisiert sind. 

11. Tragerelement nach einem der vorhergehenden 65 
Anschliisse, dadurch gekennzeichnet, daB die An- 
schliisse in etwa einem rechten Winkel zum Halbleiter- 
chip (2) hin gebogen sind. 
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